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Abstract (en)
Adhesive is applied by an arrangement of a chamber (23) containing the adhesive (24), a roller (1) partly immersed in the adhesive and an
application roller (2) applying adhesive to a workpiece passing by the roller. In the absence of a workpiece, the axle of the application roller is
swivelled away from the gripping device by an eccentric axle (36) which does not coincide with the axis of rotation of the roller. The axles of the
application roller of that of the adhesive roller are movable so that the distance between the two rollers remains the same. Preferably the adhesive
roller and a sealing roller (25) cover the front of the adhesive chamber, the former defining a gap with a vertical wall of the chamber for return of non-
applied adhesive and the latter being sealed against the other vertical wall of the chamber and forming a gap with the adhesive roller for adhesive to
pass through.

Abstract (de)
Eine Klebstoffauftragsvorrichtung besteht aus einer den Klebstoff aufnehmenden Klebstoffkammer, einer in den Klebstoff teilweise eintauchenden
Klebstoffwalze und aus einer Klebstoffauftrags- oder Klischeewalze zum Auftragen von Leim auf ein von einer Greifeinrichtung an der Klischeewalze
vorbeigeführten Werkstück. Im Falle des Ausbleibens eines Werkstücks wird die Drehachse der Klischeewalze von der Greifeinrichtung um eine
exzentrische Achse weggeschwenkt, die nicht mit der Rotationsachse der Klebstoffwalze zusammenfällt. Die Drehachse der Klischeewalze oder die
Drehachse der Klebstoffwalze sind derart beweglich geführt, daß der Abstand der Klischeewalze zur Klebstoffwalze gleichbleibt. <IMAGE>
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